
CPU,电子器件之间面与面的散热,固美丽t725.t557

产品名称 CPU,电子器件之间面与面的散热,固美丽t725.t557

公司名称 深圳联宇达电子材料有限公司

价格 面议

规格参数 材质:硅胶
用途:CPU，电子元器件之间的散热

公司地址 深圳市宝安沙井新桥第三工业区

联系电话  13760100686

产品详情

导热相变化材料（pc）是热量增强聚合物，设计用于使功率消耗型电子器件和与之相连的散热片之间的
热阻力降低到最小,这一热阻小的通道使散热片的性能达到最佳,并且改善了微处理器,存储器模块dc/dc转
换器和功率模块的可靠性。

导热相变化材料关键性能是其相变的特性：在室温下材料是固体，并且便于处理，可以将其作为干垫清
洁而坚固地，用于散热片或器件的表面。当达到器件工作温度时，相变材料变软，加一点加紧力，材料
就像热滑脂一样很容易就和两个配合表面整合了。这种完全填充界面气隙和器件与散热片间空隙的能力
，使得相变垫优于非流动弹性体或石墨基热垫，并且获得类似于热滑脂的性能.。

产品在pc机制造商中使用已超过数年；

在27000次温度循环后无脱落或风干，可提供客户摸切形状(在轻切卷上) 52℃或58℃相变温度，工作温
度下的触变(湖状粘度)性能保证在垂直方向使用时材料都不会延伸或下滴，不导电。

导热相变化材料（pc）典型应用：微处理器 存储器模块 dc/dc转换器 igbt组件 功率模块 功率半
导体器件 固态继电器 桥式整流器 高速缓冲存储器芯片等

本产品的加工定制是是，材质是硅胶，用途是cpu，电子元器件之间的散热
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